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' Die ErHndinig betrifft ein Uchtgsteueites Halbleiter- 
element, mit emem luftdicht sdille&eadca Gehluse; d- 
nem in dem GelUuse imtergebrachten, lichtgesteuerten 
Halbldtercfaip. femer mit dnem liditleiter, welcher 
einfallendes Licht anf euaen Hditempfmdlichen Bereich 
des Halbleiterdiips leitet, sowie mil einer lichtleiter- 
Lokalisiervorridituiig, die den Uchtlelter umgibt, beste- 
hend aus einem Paar inemandergreifender Bauteile, von 
denen ein Tetl auf der Hauptfliche des Halbleitercbips 
befestigt ist und, wenn es niit dem anderen Teil inetnan- 
dergreift, den Uchtleiter gegenaber dem lichtempfindli- 
Chen Bereich des Halbleitercbips lokalisiert. 

Bei derartigen lichtgesteuerten Halbleiterelementen 
ist es wichtJg, dafi das Ende des Licbtleiters genau dem 
lichtempfindlicben Bereich des Halbleitercbips gegen- 
Qbersteht. so dafi das gesanite, von auBen durch den 
Uchtleiter in daa; Gehiuse des Halbleiterelements ein- 
fallende Licht latsdchlich auF den lichtenipfindlichen Be- 
reich des Halbleitercbips gelangL Da dieser lichtemp- 
findliche Bereich in der Regel sehr kleine Abmessungen 
hat, stellt die exakte Ausrichtung der Endflicbe des 
Licbtleiters auf diesen Bereich ein besonderes Problem 
dar. 

Aus der EP-Al-0d2l 352 ist ein lichtgesteuertes 
Halbleiterelement bekannt, bei dem der Uchtleiter mit- 
tels einer FQhrung im GehSuse fbciert wird Bei der 
Montage muB das Ende des rechtwinklig nach unten 
abgebogenen Uchtteiters zentrisch von oben in diese 
FQhrung eingefQhrt wcrden. 

Aus Patents Abstracts of jP-55-l SI 273 (A) ist femer 
ein lichtgesteuertes Hal'bleiterelcment bekannt, bet dem 
der Lichtleiter vertikal nach oben cos dem Gehftuse 
herausgefQhrt ist. Der optischen Ausrichtung des Licbt- 
leiters auf den lichtempflndHchen Bereich des Halblei- 
tercbips dient ein zweiteiliges Lichtieiter-Lokalisferele- 
ment, welches aus einem ersten, hQlsenfdrmig ausgebil- 
delen und auf dem Halbleiterchip befestigten FOhrungs- 
elemente sowie etnem'in dieses konzentrisch eingreifen- 
den zweiten FOhrungselement besteht, welches mit dem 
Gehause fest verbunden ist und den Uchtleiter axial 
umgibt Dlese vorbekannte, streng konzentrisch ausge- 
bildete Konstruktton einer Lichileiter-Lokalisiervpr- 
richtung UQt sich nur dann einsetzen. wenn die im Ge« 
hause vorgesehene DurchfQhrung fQr den Uchtleiter 
genau vertikal Qber dem lichtempflndlichen Bereich des ■ 
Hafbleiterchips angeordnel ist. 

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zu- 
grunde, eine Uchtleiter* Lokalislervorrichtung in kon- 
struktiv einfachcr Weise so auszubilderi. daB mit ihrer 
Hilfe etn im wesentlichen parallel zur HauptHache des* 
Halbleitercbips verlaufender Lichtleiter bei dessen 
Montage exaki ausgerichtet werden kann. 

Bei der Lddung dsesei tschnsschen Probkms wird 
Busgegangen von einen lichtgesteuerten Halbleiterele- 
ment gcmSD der jP-55-1 57 273. GelOsi wird die Aufga- 
be dadurch, daQ das erste Bauteil der Lichtleiter-Lokati- 
slervorrichtung als Scheibe ausgebildel ist, die elnen 
segmentfdrmigen Ausschnitt aufweist, daB das zweite 
Bauteil einen Segmentausschnitt aufweist. der in den 
Segmentausschnitt des ersten Bauteils eingreift und fer* 
ner einen Ringrand aufweist, welcher den scheibenfdr> 
migenTeil des ersten Bauteils umgibt, und dadurch, daO 
beide Bauteile im Zentrum aufeinander abgestimmte 
Ausschnittc aufweisen. die zusammen eine den Lichtlei- 
ter umschlieOende Kreisdffnung btlden. wenn die betden 
Bauteile ineinandergesetzt sind. 



Das erste, als Scheibe atisgebildete Bauteil der erfin- 
dimgsgem^en Uchtldter-Lokalisiervorrichtung wird 
auf der Hauptflache des Halbleitercbips an der vorgese- 
benen Stelle befestigt, beispielsweise aufgeklebL Bei der 

5 anschiefieaden Montage des Ucbtleiters kann dessen 
abgekrdpfter Endabschnitt von der Seite her in den seg- 
mentidrmigcn Ausschnitt des ersten Bauteils eingefQhrt 
werden. AnscfaUefiend wird. der zweite bewegliche Bau- 
teil ringartig von obeu auf das erste ^auteO aufgedruckt. 

10 Nach Beend^gimg der Montage bilden beide Bauteile 
gemeinsam.die Lokalisiervorrichtung, welche das Ende 
des Ucbtleiters exakt in seiner vorgesebenen Position 
Qber dem lichtempfindliclien Bereich des Halbleiter- 
duns fixiert. 

13 Die erfindungsgemaB aus zwei jeweils nicht rota- 
tionssymmetrischen Bauteilen zusammengesetzte 
Ucbdeiter-Lokalisiervorrichtung erlaubt eine sehr ex- 
akte Ausrichtung des Endes des Ucbtleiters gegenQber 
dem lichtempflndlichen Bereich des Halbleiterchipsund 

30 laBt sich ebenso einf acb herstellea wie schnell imd leicht 
montieren. , 

Ein AusfOhrungsbeispiel der Erfindung wird nachste- 
hend anhand der Zeichnungen n^er eriiutert. Eszeigt 
Fig. 1 ein lichtgesteuertes Halbleiterelement, in ei- 

25 nem Vertikalschnitt; 

Fig. 2 einen AusschaHt des Halbleiterelements gemsU) 
Fig. l.in vergrOflerter parstellung; 

Fig. 3 die Uchtleiter- Lokalisiervorrichtung des Halb- 
leiterelements gemSQ Fig. 1 bei der Montage, in einer 

30 Ansicht schrig von oben; 

Fig. 4 die Uchtleiter-Lokalisiervorrichtjung gemaB 
Fig. 3 in montiertem Zustand,in einem Vertikalschnitt: 

Fig. 5 die Uchtleiter-Lokalxsiefvorrichtung von Fig. 3 
in montiertem Zustand, in einer DraufsichL 

35 Bei dem in den Fig. 1 und 2 dargestellten Halbleiter- 
element handelt es sich tmi einen lichtgesteuerten Thyri- 
stor, dessen Kern ein Halbleiterchip 1 1 isL Die bciden 
Hauptfiacben des Halbleitercbips It fragen flflchenhaft 
ausgebildete Elektroden 11a und 11c, die als Kathode 

40 bzw. Anode dienen. Die Elektroden 1 la und 1 IcstQtzen 
sich auf Elektrodenabstdtzungen 12a und 12c ab. 

Im Zentrum der Hauptflache des Halbleitercbips 11 
ist ein lichtempfindlicher Bereich A ausgebildet Ein 
Lichtleiter 13, bestehend aus einer optischen Faser, 

45 steht mit seiner Endfl^che 13a der HchtempHndlichen 
Zone A gegenQber. Wie insbesondere aus Fig. 2 ersicht- 
lich. ist die Endfiache 13a grdBer als der gegenOberlte- 
gende lichtempfmdUc^e Bereich A des Halbleitercbips. . 
Der Lichtleiter 13 erstreckt sich im wesentlichen ent- 

so lang der ElektrodenabstQtzung 12c parallel zur Haupt- 
flache des Halbleiterchips 1 1. In der Wand eines GehSu- 
ses 14 Ist eine Offnuhg ausgebildet, in die ein RohrstQck 
15 eingesetzt ist. Der Lichtleiter verliuft durch dieses 
Rdhrchen 15 und endet mit seiner zweiten Endfl^che 

55 13b umnitleibar unier ein§m Fenster fQr das einfallende 
und den Thyristbr sleuerhde Licht Die beiden Endfia- 
chen 13a und 13b des Licbtleiters 13 sind mittels eines 
elastischen transparenten Materials, das denselben Bre- 
chungsindex wie das Material des Licbtleiters 13 hat, 

60 beispielsweise einem StOck Sillkongummi l6, gegenQber 
dem lichtempflndlichen Bereich A bzw. dem Fensier 
festgelegt. 

Die dem Halbleiterchip 11 gegenUberstehende End- 
flache 13a des Licbtleiters 13 ist miitcls einer Lichtlciler- 
05 Lokalisiervorrichtung 21 exakt auf den lichtempflndli- 
chen Bereich A ausgerichtet. Die Lichtleiter- Lokalisier- 
vorrichtung 21 besteht aus einem ersten Bauteil 21a und 
einem-zweiien Bauteil 21b;'die inetnandergreifen. Das 
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erste BauteU 21a ist auf der HauptflSche des Halbleiter- 
chios It mittels eines Klebers ITbefestigt. 

Die k^struktive AusbUdung der UcAtleiter-Lokali- 
sieSoSS21«'^«'I«?' Montage KBtsich am 

richtunK 21 ist als Scheibe ausgebUdet. die einen seg- 

teU 21b weist einen korrespondicrenden Segmentab- 
schnitt 21d auf. der in den Segmenteusschmtt 21c des lo 
ersten Bauteils 21a cingreifen kann. Das zweite Bautcii 
IS welst femer eineii Ringrand 21e auf. wd^^^^^^ 
moadertem Zustand den sche^ enjormigen Ted d^^^^^ 
Sen BauteUs 21a umgftt Beide Bauteile 21a imd^21b 
weisen im Zentnim aufeinander abg^iinunte Aus- is 
schnitte 21f'. 21F' auf, die zusammen erne den LicAtleiter 
«,SS^^SeBendeKreisoffnung2 
' denBauteUe 21a und 21b ineinandergesetzt smd - vgL 

^'ldS^?MontagewirdzunachsU^^^ 20 
auf der oberen Hauplfiache des Chips 11 mit HU.e d« 
SebeJs I7W Kg- 2 bef estigt Hier^ureh wird. 

2?f bzw. zunachst der ^^-e nu^^^^ 

^chenBereichAausgerichietDanachwirdd^^ 25 
13a des UchUeiters 13. doi^or mn dcm lic^^^^ 
siEcn SUikongummi 16 Qberzogen warden ist, in Sea. 
W!mrm^nA^^^ 21f' eingepaBt und.spmtLgS: , 

Bercich A justiert Zum | 

icWuB^^rd das zweite Bautcii 21b. das zuvor Obcr den 30 
Uchdeiter 13 gestfllpt worden ist, montiert. Dieses Bau- 
wird eng ui den Rand des ersten Bautei s 2U 
eingcpafit, wobci dcssen matenalbedmgte Elasteiiat 

^^KolSSt^^^^^ in den Bg.4 und 5 zu 3s ' 
sehTn bt. ist die Endflache 13a des LichUeilers 13 exakt 
TegenOber dem lichtempfindlichen Bereich A des Halb- 
feiterchips (vgL Fig. 2) ausgerichtet. so daB das gesamte, 
dScn gefOhrte Ucht zur Steuerung 

desThyrisiors zur VcrfQgung stehL 

Patentansprtlche 

I Uchtgesteuertes Halbleiterelemenumk 

- einem luf tdicht schlieBenden Gehause. 

- cinem in dem Gehause untergebrachten. 
lichtgesteuerien Halbleiterchip, . , . 

einem Uchvlcher, welcher emfailendes 
Lichi auf einen- lichtempfindlichen Bereich des 
Halbleiterchips leitel, und ^ 
^ einer Lichtleiter-Lokalisiervornchtung. die 
den Lichtleiter umgibt. beslehend aus cmem 
Paar ineinandergreifender Bauteile. von denen 
ein Tail wf der Hauptfiache des Halbleiter- 
chips befestigt ist und, wcnn es mit dem ande- 55 
ren Teil ineinandergreift. den Uchtleiter ge- 
genQber dem lichtempfiadlichen Bereich des 
Halbleiterchips lokalisiert. 
dadurch gekennzeichnet, daO , . ^ , . , , 

- ersic Bautcii (21a) der ychtl?uer-Loka. 
lisiervorrichiung (21) als Scheibe ausgebildet 
ist, die einen segmentfdrmigen Ausschnitt 
(21c)aufwcist, ^ 

- das zweite Bautcii {21b) einen Segmentab- 
schnitt (21b) aufwcisl, der in den Segmenlaus- 
schnitt (21c) des ersien Bauieils (21 a) emgreift, 
und femer einen Ringrand (21 e), der den schei- 
benfSrmigen Teil des ersten Bauteils (21a) um- 
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so 



- beide BauteUe (21a. 21b) jfZenmnn auf- 
einander abgestimmte Ausschnitte Plf^^ 2tn 
aufweisen. die zusammen e^e den Lichto^ 
ri3) umschlieBende Kreisoffnung (21f) baden, 
wenn die beiden Bautefle (21a) und (21b) mein- 

andcrgesetztsind. 
2. Uchtgesteuertes Halbleiterelement nadi An- 
spmch 1. dadurch gekennzeichnet. daB der seg- 
mentfermige Ausschnitt (21c) des ersten Bauteds 
(21a) einen Winkel von ungefahr90" umfaBt 
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